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お客様のすべての課題をエレクトロ二クスで解決する

1兆円規模の「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」

あらゆる商材・情報・技術を繋ぐプラットフォームの構築

“エンジニアリング”と“IT＆SIer”の事業化

パートナーシップによるバリューチェーンの強靭化と収益力強化

(単位：億円)

24年3月期 25年3月期 前期比率
26年3月期
通期予想

売上高 5,124 5,610 9.5% 6,000

営業利益 159 141 △11.0% 160

経常利益 96 95 △1.3% 125

当期純利益 70 74 6.7% 75

■ 連結業績実績／連結業績予想

■ 売上高／営業利益四半期推移 （単位：億円）

売上高

5,610億円

セグメント利益

141億円

■ セグメント別業績(25年3月期)

（単位：億円）
売上高（外円） セグメント利益（内円）

■ デバイス 4,762 ■ デバイスＢＵ

112
■ EMS 287

■ システムソリューション 221 ■ システムＢＵ

42
■ エコソリューション 206

■ IT&SIer 130 4

■ 株式データ(25年4月1日現在)

発行済株式数
30,072,643株
(自己株式 1,954,690株含む)

単元株数 100株

株主数 9,759名

■ 1株当たり配当金推移(単位：円)
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22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期 26年3月期

（予想）

第2四半期 期末 記念配当・特別配当

100

発行可能株式数 57,000,000株
115 115 120

（DOE 4.1%）

125
(DOE 4%以上)

■ 会社情報(25年4月1日現在)

社名 株式会社レスター （証券コード：3156） 代表取締役会長兼社長 今野邦󠄁廣󠄁

本社所在地 東京都港区港南二丁目10番9号 レスタービルディング 代表取締役副社長 朝香 友治

営業開始日 2019年4月1日 代表取締役専務 今野 宏晃

資本金 43億83百万円

従業員数 連結 ： 4,743名 単体 ： 1,012名

デバイスBU（ビジネスユニット）

CU Tech
レスターエンベデッドソリューションズ
/レスターＷＰＧ/レスターデバイス/

PALTEK

レスター
サプライチェーン
ソリューション

EMS事業デバイス事業

デバイス販売
デザインサービス
ソリューション提供

電子機器の受託
製造サービス
（EMS）

調達
トレーディング
サービス

デバイス販売
エンジニアリング
信頼性試験

レスター
（旧 レスター

エレクトロニクス）

レスター
（旧 レスター

コミュニケーションズ）

レスター
（旧 バイテック
エネスタ）

V-Power
バイテック
ベジタブル
ファクトリー

システムソリューション事業 エコソリューション事業

カードサービス

電子機器の販売
設計/施工/保守

再生可能
エネルギー発電

電力供給
売買仲介
コンサル
ティング

完全閉鎖型
植物工場

決済関連
NFC機器
開発/製造
輸入/販売

システムBU
IT＆SIer
ＢＵ

ＰＣＩグループ

ソフトウェア開発
産業用ＰＣ
設計/製造
半導体設計

■ セグメント概要

■ 業績推移 （単位：億円）

売上高 営業利益 経常利益

当期純利益
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■ 株価及び出来高推移（東京証券取引所 月次ベース）

(出来高：万株) (株価：円)

■ 中期経営計画

基

本

方

針

目指す姿

1 既存事業の成長

2 事業領域の拡大

3 事業シナジーの追求

中期経営計画の目標

情報を価値に変え、顧客や仕入先のあらゆる課題を解決するプラットフォーマーへ変革

半導体商社から、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたサービスのプロバイダーへ変革

４BU体制の構築

一目でわかる！レスター 25年3月期（25年4月1日時点）

■ 各種経営指標

24年3月期 25年3月期

営業利益率 3.1% 2.5%

自己資本比率 28.9% 27.7%
（29.3%）*

ROE 8.5% 8.8%

ROIC － 4.6%

中期経営計画に関するプレスリリースはこちら＞https://pdf.irpocket.com/C3156/hZTq/dmeT/rJbd.pdf

最新の決算情報についてはこちら＞https://pdf.irpocket.com/C3156/vAfC/k0U9/mOGX.pdf

*
()内の数字は、ハイブリッドローン（劣後特約付きローン）を

加味した格付上の数値

(24年8月に調達したハイブリッドローン（劣後特約付きローン）

100億円については格付上の資本性50％を考慮して計算)
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進捗状況
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27年3月期 30年3月期

4%~

営業利益率売上高

8,000億円

2027年3月期目標

24年5月28日
開示目標

25年5月29日
開示目標 3.5%~8,000億円

ROE

12%~

11%~

7%~

6%~

ROIC

大型M&A

大型M&A

収益構造改革に向けて引き続き４BU体制の確立を目指し推進中

半導体商社から、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたエレクトロニクスの情報のプラットフォーマーへの変革

センシングソリューションプロバイダー

部品・部材

モジュール

◼ エレクトロニクス商材の調達・販売

◼ 半導体設計・信頼性試験

◼ 電子部品の企画・設計開発、

受託生産（EMS）、販売
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システムバリュープロバイダー
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機器・端末

インフラ・
システム

◼ 電子機器の企画・設計開発、

販売設置・施工・保守

◼ 再エネシステムの企画・設置・保守

◼ エネルギーマネジメント

◼ 植物工場の企画開発・運営

高付加価値ソリューションプロバイダー

IT
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BU

デザイン・リライアビリティサービスプロバイダー エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
BU

ソリューション

◼ エンタープライズシステム開発

◼ IoT/IoE、AIソリューション

◼ クラウドサービス

◼ プロダクトソリューション

◼ サイバーセキュリティ、他

半導体
設計・開発

施策 ・ 量産
ソリューション

◼ 半導体設計・開発受託

◼ 解析・各種IP/ソフト提供

◼ ターンキーサービス

◼ 組込みソフト・エンベデッド

◼ 信頼性試験受託
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存
事
業
の
付
加
価
値
拡
大

シナジー
センシングソリューションプロバイダー

部品・部材

モジュール

◼ エレクトロニクス商材の調達・販売

◼ 半導体設計・信頼性試験

◼ 電子部品の企画・設計開発、

受託生産（EMS）、販売

デ
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システムバリュープロバイダー

シ
ス
テ
ム

BU

既
存
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業
の
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化
拡
大

機器・端末

インフラ・
システム

◼ 電子機器の企画・設計開発、

販売設置・施工・保守

◼ 再エネシステムの企画・設置・保守

◼ エネルギーマネジメント

◼ 植物工場の企画開発・運営

高付加価値ソリューションプロバイダー

IT
&
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r

BU

デザイン・リライアビリティサービスプロバイダー エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
BU

ソリューション

◼ エンタープライズシステム開発

◼ IoT/IoE、AIソリューション

◼ クラウドサービス

◼ プロダクトソリューション

◼ サイバーセキュリティ、他

半導体
設計・開発

施策 ・ 量産
ソリューション

◼ 半導体設計・開発受託

◼ 解析・各種IP/ソフト提供

◼ ターンキーサービス

◼ 組込みソフト・エンベデッド

◼ 信頼性試験受託
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【高収益ビジネスへの転換】
利益の下支え、高収益ビジネスへ

＜計画推進中＞
PCIホールディングスの連結子会社化によるBU
立ち上げ、３００億円規模のビジネス確立
➔ 更なる規模拡大に向けたパートナー連携

【グループシナジーによる利益創出】

【更なるパートナー連携】
ラインカード拡充と規模の拡大

（トップラインの確保）

＜計画見直し＞
パートナー連携による

BU立ち上げに向け推進中

シナジー

30年3月期 長期経営計画

27年3月期 中期経営計画経営統合後実績 30年3月期 中期経営計画

https://pdf.irpocket.com/C3156/hZTq/dmeT/rJbd.pdf
https://pdf.irpocket.com/C3156/vAfC/k0U9/mOGX.pdf
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